
Добро пожаловать в O-ведущую
O-Itring стремится быть вашим партнером по одному стоп-решению в цепочке поставок EMS,
включая дизайн PCB, изготовление печатных плат и сборки PCB (PCBA). Мы предоставляем
некоторые из самых современных технологий печатной платы, включая PCBS HDI, многослойные
печатные платы, жесткие гибкие платы Мы можем поддерживать быстрый прототип в среднем и
массовом производстве.

В целом, наши глобальные клиенты очень впечатлены нашими услугами: быстрый ответ,
конкурентоспособные ценовые и качественные обязательства. Проверьте более ценную
техническую службу и общее решение - это путь.

Глядя на будущее, O-ведущий будет сосредоточиться на инновациях и разработке технологий
производства электроники, как всегда, и укрепляет постоянные усилия на PCB & PCBA One-Stop
Service, чтобы предоставить первоклассные услуги и создать больше ценности для наших
клиентов.Сборка PCB Производитель Китай

Описание продукта
Быстрая деталь

PCB P / N CD539.
Количество слоя 2.Летание
Материал FR-4 TG130
Доска thk. 0,8 мм
медный тк 2 / 2oz.
Маленький размер отверстия 0,5 мм
Количество отверстий (ПК) 477.
линия с с 12/12 мл
Контроль импеданса. Y / N (TOL%) N.
Поверхность отделкиг Hasl-lf.
Silkscreen Белый / N / A
Одиночная плата Размер Dim X (мм): 301; Dim Y (мм): 75,8
Панизация Dim X (мм): 320; Dim Y (мм): 240; NOU OF UPS: 3
СПЕЦИАЛЬНОЕ: Ожеланная маска N.
Маршрутизация / штамповка CNC.

Возможности производства
16 лет Профессиональное производство PCB PCB OEM PCB (Производитель макета
PCB КитайНесомненно

пункт
2014. 2015 ~ 2016. 2017 ~ 2018.

Объем Образец Объем Образец Объем Образец
Количество слоя 32. 42. 38. 44. 42. 48.

Мин линии /
пространство (мкм) 50/50 40/45. 40/45. 40/40. 35/40. 35/35

https://www.o-leading.com/ru/products/Multilayer-board-manufacturer-china-PCB-Assembly-manufacturer-china-GLOBAL-SUCCESS-PCB-supplier.html
https://www.o-leading.com/ru/products/PCB-layout-manufacturer-china-PCB-Assembly-manufacturer-china.html
https://www.o-leading.com/ru/products/PCB-layout-manufacturer-china-PCB-Assembly-manufacturer-china.html


Минимальный диаметр
отверстия сверла (мм) 0,15. 0.10. 0,15. 0.10. 0,15. 0.10.

Соотношение сторон PTH 14: 1. 16: 1. 16: 1. 18: 1. 18: 1. 20: 1.
N + c + n 4 + C + 4 5 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6

Любой слой соединен 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6
Наполнение пластины

через ДА - ДА - ДА -

Мин. Толщина
сердечника (исключить

меди) (мкм)
50. 40. 40. 30. 40. 30.

Мин. Диаметр лазерной
дрели (мкм) 75. 65. 65. 50. 50. 40.

Через захороненное
отверстие / сложено

через
ДА - ДА - ДА -

Материал FR4, Megtron, Nelco, Rogers, тяжелый медь и др.
Встроенный конденсатор

PCB. ДА - ДА - ДА -

Процесс поверхности
Без свинца HASL, ENIG, OSP, погружение серебра, погружение,
олово, флэш-золото, золотое пальцевое покрытие, выборочное

твердое золото, очистительную маску, углеродные чернила



Мобильный телефон PCB поставщик Китай

Наша команда

https://www.o-leading.com/ru/products/Double-Side-PCB-manufacturer-china-Mobile-Phone-PCB-supplier-china-Impedance-PCB-manufacturer-china.html






Сертификация







Упаковка и доставка



Возможность процесса
Возможности производства PCB
Количество слоя: 1Layer-32Layer
Готовая толщина меди: 1 / 3oz-12Oz
Минимальная ширина линии / Интернет-интервал: 3.0MIL / 3.0MIL
Минимальная ширина линии / расстояние между внешней: 4.0MIL / 4.0MIL
Максимальное соотношение сторон: 10: 1
Толщина доски: 0,2 мм-5,0 мм
Максимальный размер панели (дюймы): 635 * 1500 мм
Минимальная пробуренная дыра Размер: 4mil
Толерантность отверстий для локации: +/- 3mil
Бид / Похоронен VIAS (AII Типы): Да
Через заполнение (проводящий, непроводящий): да
Базовый материал: FR-4, FR-4High TG.Halogen Свободный материал, Роджерс, Алюминиевая
основа,Полиимид,
Тяжелая меди
Отделка на поверхности: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMERING SEVER,Лммерсион, золотые пальцы,
углеродные чернила



СМТ производственные возможности
PCB Материал: FR-4, CEM-1, CEM-3, алюминиевая доска
Макс PCB Размер: 510x460 мм
Мин PCB Размер: 50x50 мм
Толщина печатной платы: 0,5 мм-4,5 мм
Толщина доски: 0,5-4 мм
Минимальные компоненты Размер: 0201
Стандартный компонент размеров чипа: 0603 и больше
Компонент Макс Высота: 15 мм
Мин свинцовый шаг: 0,3 мм
Мин BGA Ball Pass: 0,4 мм
Точность размещения: +/- 0,03 мм


